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correspondiente a una PATENTE DE INVENCION, por veinte

afios, por: "MEJORAS ir-'ffRODUCIDA.s EN LOS PROCESOS D& Fi-
BRICACION D= CIRCUiTOS I¥PRESOS", cue se solicite a fa~
vor &e CALOR Y FRIO INDUSTRIAL, S.A.- CYFISA, de racio-

nalidad espafiola, residente ea BURGDS, Calles 4 v 13 de
- : ) BN

."a Urbanizacidn Gamonal Viilimar,

- =-=-000 - - -

Bl procedimiento cue segui@amente se describe
como objeto de ésta solicitud de Patente de Inveacidxs,
esta cpncebido para la fabricacidn de circuitds imprescs,
especialmente formados sobre soportes de vidrio, aesti-
nados & aparatos de calefaccién'o aplicaciones simileres,
que presentan, aparte de las especificas ceracteristicas
de dicho soporte aislante, un manifiesto valor estétice,
acorde con las mas depuradas lineas de decoracidn de izn-
teriores,

Es conocida la obtencidn de circuitos imdr.cii,
bien sean €stos destinados a calefaccién u otras aplzo -
ciones'eléctricas y/o electrénicas, mediaﬁte la adres . i
de unas partes conductoras sobre una base de matari.l ...~
léctriéo, realizéndose la aportacién de dichas ..o v o~
ductoras, bien sea en forsa de capa de metal Fil ldr
bien por proyeccidn metélice, mediante el proceis ;;;

Se conoce,para estos fines, la ui...

cTricos v ouwos ¢

fun

AUMerosos materiales diel

de ur rvevestimiento cizilcirico adecuadls, Daw. oL L
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zados como pangles soportes para la fabricacidén de cir-

»

cuitos impresos. Pueden citarse, entre otros, los estra—

tificados hechos con fibras de vidrio, tejidas o o y con
resinas epoxi, resinas poliédster, resinas fenblicas, ne-

-

laminas, poliamidas, etc., w otros materiales como la €S-

teatita, el vidrio policristalino o las materias cerémiceas,

También es 'conocida vy ampliamente difundida la
utilizacién de placas soporte formadas por chapas de ace~
ro, esmaltado y vitrificado, siendo precisamente éstas las
de mayor utilizacidén en la préctica.

En la obtencién de los circuitos.impresos que
se viene considerando, es'qperacién necesafia la limpieza
previa de los soportes, esto es, las placas base, antes

de proceder a cualquier operacién encaminada al desarro-

2

1lo de las partes conductoras sobre tales soportes. Esta

limpieza se realiza siguiendo diferentes criterios que
siempre tienden a conseguir una superficie totalmente des-
provista de agentes perturbadores o inhibidores (por ejem-

plo, .grasa, etc.) y/o a.que dicHa superficie presente una

R
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determinada calidad, para faciiitar la perfec;a adheren~
cia del depésito metdlico que habra de constituir el cir-,
cuito impreso.

También es sobradamente conocida la utilizacidn
de plantillas de estarcir,.pantallas o mallas de sada, s@-
rigrafia, etc,, para la obtencidn de wn dibujo, <n ~oriral

negativo, sobre la base, Este dibujo o "méscer» o0l spee
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cisamente destinado'é.evitar.o inhibir la depoéiéiég mew
talica sobre el mismé,'lo qqe\hace posible que dicha pro-
yveccidon o deposicidn se realice sin otros cuidados adiciqf»
nales en io que respecta a la ob&encién de} dibuvjo busd;do.

Se sabe también que estas méscaras, obtenidas

mediante estarcido, con pantalla de seda o mediante cuzl-

quier otra técnica afin;” deben presentar diversas cuali-~
dddes, entre ellas resistencia a las temperaturas de ope—

racién, eficacia funcional de enmascaramiento, facilidad

de eliminacidn, etc.

Es igualmente conocida la utilizacidén de mez-
clas de 6xidos met&licos con determinados diluyentes para
obtener méscaras, ﬁas facilmente manipula£les en la fase
de estarcido o similar, que den contornos més nitidos y
que tengan un comportamiento més adecuado, takto en las
operaciones de precé;entamiento como frente al calentamien-
to debido a la ﬁefaliz;ciép enhsi misma, Sé.conoce a este
efecto la utilizacién de mézclas de 6xidos de cefio, lan—
tano, aluminio, titanio,.silicio, bério, etc, y de.dilu~
yentes constituidos por mézclas de polioxietileﬁo,'giiéz‘
cerina, dimetil—silicona, etc, con agua.

Es también conocido desarrocllar una fase en la
que la base dieléctrica, sobre la que se ha formado la més-.
cara o dibujo, es llevada en una posicién preferentemente
vertical sobre medios de fijacién y/o suspensién, por ejem{

plo en transportador aéreo monocarril o similar, a un or-
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tre 2002C y 425¢C, cuando la base es el acero esmaltado,

todo ello con objeto de reblandecer el revestimiesnto o el

material dieléctrico de base, o hacerlo llegar & un pun~—

P
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to de fusién nacieﬁte que permite asegurar el enlace fi
me vy précéicamenté mélecular en la interfase dieléctrich-
metal,

Segln estas condiciones conocidas.de trabéjo,
se sabe también que la méscara debe ser resistente a las
temperaturas elevadas, sin dejar de sger no voldtil, para
no contaminar en su recorrido el horno, También se sabe
que el compuesto no debe sufrir ninguna retraccibén ni cam-

bio alguno en su posicién Ffisica en el curso del desplaza-

N °

miento a través del horno.
Siguiendo las secuencias de los procedimientos
conocidos, tan pronto como el panel o la placa base sale

del horno, se pulveriza sobre él una fina nube de metal

fundide. . . .
. .‘:,j', 4"—‘:5.—; , N .

Es conocido también. que el metal utilizado en-
esa deposicién de metalizacidn, para la obtencién de cirve.
cuitos de resistencia, 'sea la aleacidn de aluwminio "435v,

También Fforma parte de la conocida técnice ante-

ali-

rior la utilizacién de una pistola de metalicecién, &ali

mentada con gases combustibles enriquecidos de oxigeno,

[F4]

de manera que el hilo de aluminio pasa al extrimo d¢ 1o
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gases de combustibén y es inyectado por una corriente fer-

ciaria de aire comprimido; -
También. se sabe gque, en el desarrollo préactico

de este procedimiento, el metal se deposita selectiva y

continuamente sobre el soporte del circuito, y el metal

_que choca con el compuesto de revestimiento o méscara ée

..'.‘Jl,‘ “i M

édhiere'débilmente a la superficie de dicho revestimien-

»

to, no formando sobre &1 ningtn depdsito continuo,

Es sobradamente conocida la utilizacid;: de otrosf
metales en la fabricacién de circuitos impresos sobre so---.
portes dieléctricos esmaltados'para diferentes aﬁliéacio— i:_"
nes, con el £in de modificar las caracteristicas del_cir— ;  m
cuito. Entre estos metales pveden citarse el bronce, el |
cobre, el monel, elfniquel; el acero inoxidable, etc.

Con 1os'cémpuéstos:de revestimiento conocidos
y aqui considerados,someraﬁénte, se loéra que el revesti- ;
miento permanezca intacto a las elevadas temperaturas,'AQIQf'
orden de 16508 C. del chorro de metal fundido'aportadq -
por la pistola de metalizacién.

También es usual que, con el fin de formar un

depbsito uniforme, la pistola de metalizacidn vaya mon-

tada sobre un dispositivo oscilanté, formando asi wna &m— °

plia.y fina pulverizacidn metélica, Cuando el procedimien~ '

_ to es continuo, la duracién del tratamiento de un panel

es inferior a wn minuto.
Se conoce por Gltimo, como método para elimi-

nar la méscara o revestimiento, el frotar mediante un

w
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trapo o cepillq, quedando asi el camino conduétor éel
circuito totalmente formado y liberado de elementos.ex~'
trafios a su funcién,

La presente invéncién tiene por objeto intro—
ducirnciertos perfeccionanientos en la realizacidén de cir-
cuitos impresos, ségﬁn las técnicas va COnociéas, sobre
soportes de vidrio y.especialmente'el conocido con el nom~
bre de cristal,

Se comienza'la realizacién practica del proce-
dimiento sometiendo el cristal a un trata@iento térnico,
con el fih de mejorar sus propiedédes fisicas. E1l vidrio
asi tratado es wn cristal templado. |

En el proceso de fabricacién del panel, utili-

zando la proyeccidén del metal que ha de constituir el

s °

conductor, de determinada resistencia, no deben superar-

se los 500¢C, pues de superar dicho limite, se destempi..~

ria el cristal.

Se parte de un cristal de espesor comprendido

entre, Jos cuatro y los seis miliﬁétros, compaginéndose

bod

ot

v
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la selecciéh del mismerh fuqcién de las propiedades tér-
micas y mecénicas deseadas. o .

Se procede a un buen acabado y pulido de los
cantos del cristal para evitar microfisuras de borde, ¥y
ello antes de précedér a la proyeccién metalica y tem~—
plado de cristal. ':'_ - .

En este procedimiento se prevé tambien que los
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dibujos del circuito en la placa sean lo més uniformes
posible, al objeto de lograr una distribucién de tempe-
raturas igualmente uniforme.

Soliendo ser la temperatura de funcionamiento

de estas placas del orden de los 1002C, Con estas placas

de cristal, portadoras de sus-correspondientes circuitos

LT aten,

impresos, se obtienen aparatos de calefaccién, por ejem— -

pibvrodeando tales placas de marcos de madera o meté&li-

cos, acordes con .las lineas ornamentales o estéticas vi-

gentes,

Estos aparatos pueden presentar una potencia
eléétrica del orden de 0,25 W/cm2, debiendo tenerse ea
cuenta que por encima de estos valores no existen plenas
garantias de funcionamiento, pues los cristalés pueden
romperse debido a microfisuras internas que pueden pro—'
gresar a largo plazo por efecto de la fatiga térmica.

Evidentemente, réspecto a lo descrito,.pueden
iﬁrodﬁcirse en la practica cuantas modificaciones de de—
talle que, por no alterar lo esencigl de este‘procegi-
miento, tengan cabida en el marco ée lasg reivindicacio=-

nes que siguen,

NOTA

Descrito suficientemente el objeto de esta so-

licitud se declaran de novedad y propiedad las siguientges:

REIVINDICACTIONSES

oc S

o
[

12.- Mejoras introducidas en los proce
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fabricacién de circuwitos impresos, utilizando. vidrio co-
mo soporte aislante{'caracterizado porque uvtilizando el
vidrio conocido .con el nombre ysual de cristfal se procede
previamente a un perfecto acabado y pulido ﬁe 1oé'cantos
para evitar las microfisuras de borde, siguiendo uwm trata—
miento térmico de temple para mejorar las propiedades £i-
sicas, a continuacién de lo cual se procede al enmasca¥é~
miento de las zonas libres del cristal y a la proyeccidn
del metal sobre el mi;mo, cuidando de.que en el proceso

no se superen en ningtn momento los SOOQC)‘pues se destam—
plaria el cristal, debiéndose cuidar igualmente gue el
trazado del circuito en la plac; sea lo mas wiforme posi-

ble, para que también sea uniforme al méximo la distribu-—

cidn de temperaturas,

°
»

22 ,~ Mejoras introducidas en los procesos de

fabricacidén de circuitos impresos, seglm la reivindica-

cién primera, caracterizado ademés porgue el espesor del

eristal estl comprendido ehtre los cuatro y los'seis mi- ..
limetrbgﬁ%ggglizéﬁdpge‘1a selecqgén en Puncidén de las pro-
piedades térmicas y mecénicas,

.32,~ Mejoras introducidas en los procesos ce
fabricacién de circuitos impresos, segin las reivindice-
ciones primeré ¥ segunda, caracterizados tampién por =i
hecho de que las placas de cristal consideradas Pucdsn
tener wna potencia del brden de 0,25 ¥W/cn2, con ula tin-

e e M

peratura de funcionamiento del érden de 1002C. Dichii =lo-
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cas se-pueden protéger en sus bordes he@iante marcos Ge
materiales varios al‘objeto de lograr.aparapos de cale-
faccidn eléctrica:

42 - MEJORAS INTRODUCIDAS EN LOS PROCESOS DE
FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS.

Todo tal y como se describre y reivindica en

ot
o -

.la presente Memoria Descriptiva que consta de diez hojas

mecanografiadas por una sola de sus caras,
Madrid, a diez de Mayo de mil novecientos se-
tenta y.seis,

CALOR Y.FRIO INDUSTRIAL, S.A.-CYFISA
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